
【概要】
近年、電子機器の小型化、軽量化、高機能化に伴い、
FC-BGAなどの半導体パッケージ基板の高密度化が急速
に進んでおり、この動きは、今後さらに加速すると思
われます。DNPでは、この高密度PKG基板の高歩留り
を実現するため、LSI用フォトマスク製造で培った加工
技術をベースに、高信頼性かつ耐久性に優れたクロム
マスクの製造、供給を手がけております。

【効果】
●微細パターンの実現
●高い耐久性による実質的コスト削減
●ぺリクル装着によるリソグラフィ工程でのゴミ対策、
歩留り向上

【主な仕様】
●基板サイズ：Max.800mm
●ガラス材質：QZ、ソーダライム
●膜質：2層膜（表面低反射）、濃度3.0以上
●寸法：±0.5μm以下
●トータルピッチ：±1.0μm以下

【主な用途】
●ビルドアップ基板
●フレキシブル基板
●TAB基板

9インチフォトマスク（ぺリクル装着）

電子基板製造プロセス関連資機材

プリント基板用
クロムマスク
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